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(54) ELEKTRONISCHE SCHALTUNG MIT WENIGSTENS EINER IN EINEM GEHAUSE
ANGEORDNETEN UND MIT EINEM LEISTUNGSTEIL VERSCHALTETEN BAUEINHEIT

(57) Die Erfindung betrifft eine elektronische

Schaltung (1) mit wenigstens einer in ei-
nem Gehause (2) angeordneten und mit
einem Leistungsteil (3) verschalteten Bau-
einheit (4, 4°), die gemeinsam mit dem
Leistungsteil (3) im Geh&use (2) mit einer
Vergussmasse (5) umschlossen ist und mit
in Richtung einer Montageebene (6) vorra-
genden AuRenkontakten zum Anschluss
des Leistungsteils (3) bzw. der Baueinheit
(4, 4’). Um vorteilhafte Fertigungs- und
Konstruktionsverhaltnisse zu schaffen, wird
vorgeschlagen, dass dem Leistungsteil (3)
und der Baueinheit (4) die je fur sich unmit-
telbar in die Montageebene (6) vorragen-
den und an einer Montageplatte, insbeson-
dere einer Leiterplatte (8), befestigbaren
AuRenkontakte (7) zugeordnet sind, wobei
der Leistungsteil (3) und die Baueinheit (4,
4’) ohne gemeinsame Leiterplatte im Ge-
hause (2) von der Vergussmasse (5) um-
schlossen sind.
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Zusammenfassung:

Die Erfindung betrifft eine elektronische Schaltung (1) mit wenigstens einer in einem
Gehause (2) angeordneten und mit einem Leistungsteil (3) verschalteten Baueinheit
(4, 4"), die gemeinsam mit dem Leistungsteil (3) im Gehause (2) mit einer Verguss-
masse (5) umschlossen ist und mit in Richtung einer Montageebene (6) vorragen-
den AuBenkontakten zum Anschluss des Leistungsteils (3) bzw. der Baueinheit (4,
4’). Um vorteilhafte Fertigungs- und Konstruktionsverhéltnisse zu schaffen, wird
vorgeschlagen, dass dem Leistungsteil (3) und der Baueinheit (4) die je fur sich
unmittelbar in die Montageebene (6) vorragenden und an einer Montageplatte,
insbesondere einer Leiterplatte (8), befestigbaren Auflenkontakte (7) zugeordnet
sind, wobei der Leistungsteil (3) und die Baueinheit (4, 4’) ohne gemeinsame Leiter-
platte im Geh&use (2) von der Vergussmasse (5) umschlossen sind.
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Die Erfindung betrifft eine Elektronische Schaltung mit wenigstens einer in einem
Gehéause angeordneten und mit einem Leistungsteil verschalteten Baueinheit, die
gemeinsam mit dem Leistungsteil im Gehause mit einer Vergussmasse umschlos-
sen ist, und mit in Richtung einer Montageebene vorragenden Auf’enkontakten zum
Anschiul® des Leistungsteils bzw. der Baueinheit.

Diese in der Elektronik allgemein (bliche Aufbautechnik, wie beispielsweise in der
Leistungselektronik, hat bekannte Vorteile, wie zum Beispiel die bessere mechani-
sche Festigkeit und die bessere elektrische Isolation, wobei der Verguss zum Teil
auch zur Vermeidung von Hot Spots genutzt werden kann. Die stets voranschrei-
tende Minituarisierung ist ein wesentliches allgemein gliltiges Ziel, das eben unter
anderem mit einer gemeinsamen Unterbringung verschiedenster Bauteile in einem
Gehause und dem Vergielen desselben erreicht werden kann. Der Verguss bietet
somit die Méglichkeit zur Minituarisierung verbunden mit den bekannten Nachteilen
wie hohen Kosten bzw. von Reparatur und Recyclingunfreundlichkeit.

Teilweise Abhilfe gegen diese bekannten Nachteile wird bereits durch Verguss von
lediglich einzelnen Modulen oder Bauelementen geschaffen, fir welche die Vorteile
des Vergusses besonders wirksam sind. Solche Module kénnen dann beispielswei-
se auf Leiterplatten gesetzt und mit diesen verltet werden. Damit wird der Aufwand
fur den Verguss auf die einzelnen Teile des gesamten Gerates reduziert. Werden
mehrere diskrete Bauteile vergossen, dann ist es notwendig die Bauelemente mit-
einander elektrisch innerhalb des Vergusses zu verbinden. Dafiir werden gemaR

der DE 30 48 185 A1 liblicherweise Leiterplatten verwendet. Dies hat aber nunmehr




den Nachteil, dass sowohl innerhalb des vergossenen Moduls als auch auerhalb
des Moduls gesonderte Leiterplatten vorgesehen werden missen. Dies wirkt sich
insbesondere bei den zum Boden hin parallel eingebauten Leiterplatten sehr
nachteilig aus, die nahezu die gesamte Bodenflache des Moduls tiberdecken. Bei
zum Boden hin parallel eingesetzten Platinen ist der Verguss aufwandig, da die
Leiterplatte ein einfaches Befiillen des Vergussbechers erheblich erschwert, des-
halb muss das Geh&use Ublicherweise auch von zwei Seiten vergossen werden um
das Modul vollstandig ausgiefen zu kénnen. Des Weiteren ist es nachteilig die
beispielsweise bei Netzgeraten eventuell auftretenden hohen Stréme Uber mehrere
Kontaktelemente zu fihren, wobei der Strom gemaR dem Stand der Technik von
der Mutterplatine tber die Anschliisse des Moduls auf deren Platine gefiihrt und von
dort auf die elektronischen Bauteile innerhalb des Moduls verteilt wird. Bei zum
Boden hin senkrecht eingesetzten Leiterplatten ergibt sich das Problem, dass die
Létstifte in diesem Fall zur Verbindung mit der Mutterplatine an einem Rand der
vergossenen Platine liegen und damit in einer Reihe angeordnet sind, was sich
negativ auf die mechanische Stabilitdt gegen Kippkréafte des vergossenen Moduls
auf die Mutterplatine auswirkt. Daher sind solche Aufbauten vielfach nicht praxis-
tauglich.

Ausgehend von einem Stand der Technik der eingangs geschilderten Art liegt der
Erfindung die Aufgabe zugrunde eine Vorrichtung der eingangs geschilderten Art zu
schaffen, die mit méglichst wenig elektrischen Verlusten auskommt, nur geringe
Leiterplattenflachen innerhalb des Moduls erfordert und méglichst geringe Uber-
gangswiderstande aufweist.

Die Erfindung l6st diese Aufgabe dadurch, dass dem Leistungsteil und der Bauein-
heit die je fur sich unmittelbar in die Montageebene vorragenden und an einer Mon-
tageplatte, insbesondere einer Leiterplatte, befestigbaren AuRenkontakte zugeord-
net sind, wobei der Leistungsteil und die Baueinheit ohne gemeinsame Leiterplatte

im Gehéuse von der Vergussmasse umschlossen sind.
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Mit der Erfindung kénnen somit ein oder mehrere grof3e Leistungsteile sowie mehre-
re kleine Bauteile in einem gemeinsamen Vergussgehause untergebracht und
vergossen werden, das in weiterer Folge gegebenenfalis an einer Gbergeordneten
Leiterplatte befestigt wird. Erfindungswesentlich ist es, dass die kleineren Bauteile in
ublicher Weise kostengtinstig auf einer Leiterplatte angeordnet und verschaltet sind
und dass der eine oder die mehreren groRen Leistungsteile direkte mechanische
und/oder elektrische Verbindungselemente z.B. Létstifte zur Montageebene hin
aufweisen. Die Vergusséffnung des Gehaduses ist bei auf der Montageplatte ange-
ordneter Schaltung von der Montageplatte abgedeckt, wobei zudem ein Verguss
von Leistungsteil und Bauteil im Gehduse durch den Entfall der gemeinsamen
miteinzugieBenden und die Vergussoffnung abdeckenden Leiterplatte in einfacher
Weise unbehindert moglich ist.

Die internen elektrischen Verbindungen zwischen Leistungsteil und Bauteil kdnnen
direkt, beispielsweise tber Drahte, Kabel oder dgl. erfolgen. Durch diese Mafinah-
me ist gewahrleistet, dass groBe und somit auch meistens leistungsstérkere Bautei-
le, wie Trafos, Transistoren oder dgl., zumindest nahezu verlustfrei an einer Gber-
geordnete Platine befestigt werden kénnen, ohne, wie diesem Stand der Technik
tiblich ist, eine interne Platine zwischenschalten zu missen. Zudem ergibt sich
durch die Mehrzahl an Kontaktelementen zur (bergeordneten Platine, wie bei-
spielsweise Létstiften oder dgl. die einerseits am Leistungsteil und anderseits an der
Baueinheit vorgesehen sind, eine erheblich bessere Stabilitat des an einer iberge-

ordneten Leiterplatte befestigten elektronischen Leistungsteils.

Dabei empfiehlt es sich zur Vereinfachung der Montage und zur méglichst einfa-
chen Realisierung unterschiedlichster Schaltungen, wenn die Verschaltung von

Leistungsteil und Baueinheit im Gehause Uber Steckverbindungen erfolgt.

Vorteilhafte Konstruktionsverhéltnisse ergeben sich, wenn die Baueinheit auf einer
die AuRenkontakte aufweisenden Platine montierte Bauelemente umfasst, wobei die
Platine vorzugsweise neben dem Leistungsteil quer zur Montageebene im Gehéuse
angeordnet ist. Die Leiterplatte kann dabei innerhalb des Gehauses senkrecht zur




Ubergeordneten Leiterplatte entsprechend ausgerichtet sein. An dieser Leiterplatte
kdnnen Verbindungselemente zum Zweck der Verbindung mit der Gbergeordneten
Leiterplatte wie Lotstifte oder dgl. vorgesehen sein. Durch diese Manahme ergibt
sich fir die Vorrichtung eine gute mechanische Stabilitat, weil die Verbindungsele-
mente gut Uber die Flache verteilt sind und die groRen Leistungsteile direkt auf der
Ubergeordneten Leiterplatte montiert sind. Die direkte elektrische Verbindung der
groBen Leistungsteile ohne weitere Ubergangswiderstande in Kauf nehmen zu
miissen ist ebenfalls von groBem Vorteil. Des Weiteren kann mit der Erfindung eine
kleinere Leiterplatte innerhalb des Moduls vorgesehen werden, die nur die kleineren
Leistungsteile tragt, was wiederum den Kostenaufwand flir derartige Vorrichtungen
erheblich reduziert. Ebenso ist der Verguss derartiger Vorrichtungen erheblich
vereinfacht, weil die vorhandene Leiterplatte das Eindringen des Vergussmittels
kaum behindert.

Zur Verbesserung des Warmeableitvermégens kénnen in der Vergussmasse Metall-
teilchen verteilt angeordnet sein. Soll die Schirmwirkung gegen elektrische und
elektromagnetische Stdrungen verbessert werden, empfiehlt es sich im Gehause

eine das Leistungsteil und die Baueinheit umfassende Folie vorzusehen.

In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Ausfihrungsbeispiels schematisch
im Querschnitt durch ein erfindungsgeméaRes elektronisches Leistungsteil darge-
stellt.

Eine elektronische Schaltung 1 umfasst zwei in einem Gehéause 2 angeordnete und
mit einem Leistungsteil 3 verschaltete Baueinheiten 4, 4’ die gemeinsam im Gehéau-
se 2 mit einer Vergussmasse 5 vergossen sind. Sowohl das Leistungsteil 3 als auch
die Baueinheit 4 weisen in Richtung einer Montageebene 6 vorragende AulRenkon-
takte 7 auf, GUber welche das Leistungsteil 3 und die Baueinheit 4 mit einer tberge-
ordneten Leiterplatte 8 verlotet sind.

GemaR der Erfindung sind dem Leistungsteil 3 und der Baueinheit 4 je fiir sich

unmittelbar in Richtung der Montageebene 6 vorragende und an einer Leiterplatte




befestigbare AuRenkontakte 7 zugeordnet, wobei das Leistungsteil 3 und die Bau-
einheiten 4, 4’ lediglich Uber die Vergussmasse 5 mechanisch gekoppelt im Gehau-
se 2 angeordnet sind.

Die Verschaltung, elektrische Kopplung, von Leistungsteil 3 und Baueinheiten 4, 4’
im Gehéause 2 erfolgt (iber angedeutete Leiterkabel 9. Zudem kann die Verschaltung
vom Leistungsteil 3 und Leistungsteil 4, 4’ im Gehause 2 Uber Steckverbindungen
erfolgen. Im dargestellten Ausflihrungsbeispiel umfasst die Baueinheit 4 auf einer
die AuRenkontakte 7 aufweisenden Platine 10 montierte Bauelemente, wobei die
Platine 10 der Baueinheit 4 neben dem Leistungsteil 3 quer zur Montageebene 6
ausgerichtet im Gehause 2 angeordnet ist.

Des Weiteren sind in der Vergussmasse 5 Metallteilchen verteilt angeordnet und ist

im Gehause 2 eine das Leistungsteil 3 und die Baueinheiten 4, 4 umfassende Folie

Ao

11 zur elektrischen Abschirmung vorgesehen.
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Patentanspriche:

1. Elektronische Schaltung mit wenigstens einer in einem Gehause angeordne-
ten und mit einem Leistungsteil verschalteten Baueinheit, die gemeinsam mit dem
Leistungsteil im Gehause mit einer Vergussmasse umschlossen ist, und mit in
Richtung einer Montageebene vorragenden AuBenkontakten zum Anschlufl des
Leistungsteils bzw. der Baueinheit, dadurch gekennzeichnet, dass dem Leistungsteil
(3) und der Baueinheit (4) die je fur sich unmittelbar in die Montageebene (6) vorra-
genden und an einer Montageplatte, insbesondere einer Leiterplatte (8), befestigba-
ren AuBenkontakte (7) zugeordnet sind, wobei der Leistungsteil (3) und die Bauein-
heit (4, 4’) ohne gemeinsame Leiterplatte im Gehéduse (2) von der Vergussmasse
(5) umschlossen sind.

2. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Leistungsteil (3) und Baueinheit (4, 4’) im Gehause (2) Uber Leiterkabel ver-
schaltet sind.

3. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leistungsteil (3) und die Baueinheit (4, 4') im Gehause (2) Uber
Steckverbindungen verschaltet sind.

4, Elektronische Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Baueinheit (4) auf einer die AuRenkontakte (7) aufweisen-
den Platine (10) montierte Bauelemente umfasst, wobei die Platine (10) vorzugs-
weise neben dem Leistungsteil (3) quer zur Montageebene (6) im Gehéuse (2)
angeordnet ist.
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5. Elektronische Schaltung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass in der Vergussmasse (5) Metallteilchen verteilt angeordnet sind.

6. Elektronische Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Gehause (2) eine das Leistungsteil (3) und die Baueinheit (4,

4’) umfassende Folie (11) vorgesehen ist.

Linz, am 26. November 2007 Dipl.-Ing. Ulrich Pétzelberger
durch:
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